
応物

2019春
2019年3⽉11⽇（⽉）
12:30 〜17:30

※ただし参加登録費をお⽀払いいただいた講演会参加者に限ります
事前申込不要

直前にランチョンセミナーも
実施します︕

出展機関（順不同）
ソニー(株)
物質・材料研究機構
東京都⽴産業技術研究センター
マイクロンメモリジャパン（同）
ソーラボジャパン(株)
(株)東芝
ＮＥＣ
三菱電機(株)
ＮＴＴ(Ｒ＆Ｄ)
⽇本半導体製造装置協会
科学技術振興機構
名古屋⼤学ビジネス⼈材育成センター
横浜国⽴⼤学成⻑戦略研究センター 他

⽇時

無料 ※

東京⼯業⼤学⼤岡⼭キャンパス
PA会場（屋内運動場）
第66回 応⽤物理学会春季学術講演会 会場内

主 催︓公益社団法⼈ 応⽤物理学会 企 画︓応⽤物理学会会員サービス委員会
問合せ先︓応⽤物理学会事務局 member_service@jsap.or.jp
こちらのサイトから事前に「⾯談シート」をダウンロードすることができます http://www.jsap.or.jp/career

応⽤物理学会特別企画

参加費

会場

応⽤物理学（理学・物理学・⼯
学・バイオ系含）関連の学⽣およ
びポスドクのための相談会です。


